
 

       ＩＧＢＴワイヤーボンディング 
３Ｄ外観検査装置 

       測定結果              ワイヤー測定             装置外観           
 
 
 
 
 
 
 
 

本装置は IGBT のワイヤー及びワイヤーボンディング外観自動検査を行います。 
ワイヤー高さの測定も可能で、１チップ分を１視野で高速検査が可能です。 
高解像度カメラを用いてワイヤーのチップ面から頂点まで高さを変えながら連続撮像し 
３次元画像からワイヤー形状を検査します。 

・視野サイズ １８ｍｍ×１２ｍｍ～３６ｍｍ×２４ｍｍ 
・画素分解能 ３μｍ～９μｍ 
・検査時間 ５秒～２０秒／視野（精度及び高さ範囲により変わります） 
・検査項目 ワイヤー形状 曲がり、ループ高さ、角度 等 

       ボンディング形状 つぶれ幅、つぶれ長さ、テール長さ、ネック形状 等 
       ボンディング位置 

・検査精度 Ｘ，Ｙ ５～１０μｍ   （３σ再現性） 
       Ｚ ５０～１５０μｍ   （３σ再現性） 
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ピント３                   ボンド測定結果 

 
 
 
 
 
 


